EP 1820 915 A1

Européisches
Patentamt

European

Patent Office

Office européen
des brevets

(12)

(43) Verdffentlichungstag:
22.08.2007 Patentblatt 2007/34

(21) Anmeldenummer: 06110149.9

(22) Anmeldetag: 20.02.2006

(11) EP 1 820 915 A1

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

(51) IntCL.:

E04B 1/86 (2006.01) EQ4B 1/84 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HUIEISITLILT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SKTR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BAHR MK YU

(71) Anmelder: Kosche, Gerhard
53804 Much (DE)

(72) Erfinder: Kosche, Gerhard
53804 Much (DE)

(74) Vertreter: Dallmeyer, Georg
Patentanwilte von Kreisler Selting Werner,
Bahnhofsvorplatz 1,
Deichmannhaus am Dom
50667 Koln (DE)

(54)

(57)  Bei einem Verfahren zum Herstellen von aku-
stischen Bauplatten (1) durch Herstellen einer Tragstruk-
tur (2), durch Kaschieren der Tragstruktur (2) mit einer

Verfahren zum Herstellen von akustischen Bauplatten, sowie akustische Bauplatte

Deckschicht (3), und durch Perforieren der Deckschicht
(3), ist vorgesehen, dass die Deckschicht (3) mit Hilfe
von Laserlicht nach dem Kaschieren mit einer Mikroper-
foration versehen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von akustischen Bauplatten nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1, sowie eine akustische Bauplatte
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 10.

[0002] Eine derartige schallschluckende Bauplatte
dientin der Hauptsache zur Verkleidung von Innenraum-
wanden, insbesondere als Wand- oder Deckenpaneele.
Sie ist auch als Tirpaneel oder Tiire verwendbar.
[0003] Schallschluckende Bauplatten werden dort ver-
wendet, wo die akustischen Verhaltnisse eines Raums
beeinflusst werden sollen. Am weitesten verbreitet ist die
Verwendung als Deckenplatte, obwohl auch schall-
schluckende Wandplatten eingebaut werden. Fiir schall-
schluckende Bauplatten werden pordse Plattenkorper
verwendet, z.B. Holzspanplatten oder Mineralfaserplat-
ten. Diese Platten sind selber schallschluckend und kén-
nen ohne zusatzliche schallschluckende Einrichtungen
zur Herstellung von akustischen Wand- oder Deckenpa-
neelen verwendet werden. Die Platten sind selbsttra-
gend und kdnnen aufgrund ihrer Tragfahigkeit mit ver-
héltnismaRig groflen Abmessungen hergestellt werden.
Es ist auch bekannt, solche an sich schallschluckenden
Bauplatten anihrer Sichtseite mit einer mikroporésen Fo-
lie zu beschichten. Die mikroporése Folie hat in der
Hauptsache die Aufgabe, eine andere Oberflachenstruk-
tur ohne gleichzeitige Beeintrachtigung der Schall-
schluckeigenschaften zu erzeugen, da schallschlucken-
de Platten ansonsten asthetischen Anforderungen nicht
immer entsprechen kénnen.

[0004] Eine Akustikplatte in Sandwichbauweiseistaus
der EP 873 453 bekannt. Zum Verbinden einer Deck-
schicht mit der Tragstruktur ist die Tragstruktur in Form
einer Tragerplatte mit einem Klebstoff-Raster versehen,
wobei der Klebstoff aufgrund des Rasters die Porigkeit
der Akustikplatte wenig beeintrachtigen soll.

[0005] Nachteilig ist dabei, dass durch den Kaschier-
prozess, bei dem die Deckschicht auf die Tragstruktur
aufgebracht wird, dennoch der Klebstoff die Porositat so-
wohl der Tragerplatte als auch der Deckschicht vermin-
dert.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Herstellung einer Bauplatte sowie
eine akustische Bauplatte zu schaffen, bei der der Her-
stellprozess vereinfacht ist und die schallschluckenden
Eigenschaften der Bauplatte verbessert sind.

[0007] Zur Lésung dieser Aufgabe dienen die Merk-
male des Anspruchs 1 bzw. 10.

[0008] Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor,
dass die Deckschicht mit Hilfe von Laserlicht nach dem
Kaschieren mit einer Mikroperforation versehen wird. Die
mit Laserlicht erzeugte Mikroperforation schafft Mikropo-
ren, die die Deckschicht, eine Klebeschicht zwischen der
Deckschicht und der Tragstruktur und eventuell zwi-
schen Deckschicht und Tragstruktur angeordnete Zwi-
schenschichten durchdringen. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass die Mikroperforation erst nach dem Ka-
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schieren erzeugt wird und in besonders vorteilhafter Wei-
se wahrend des Kaschierens beim Aufbringen der Deck-
schicht erfolgen kann.

[0009] Als Tragstruktur kann eine Holzspanplatte oder
Holzfaserplatte mit einem Schuttgewicht von 300 bis 500
kg/m3 verwendet werden, wobei ein Schittgewicht von
400 kg/m3 bevorzugt wird. Alle ganzzahligen Zwischen-
werte zwischen 300 bis 500 kg/m3 sollen als offenbart
gelten.

[0010] Die Mikroperforation kann computergesteuert
mit dem Laserlicht erzeugt werden, wobei eine gleich-
maRige oder ungleichmaBige Rasterstruktur erzeugt
werden kann. Auch die Querschnittsform der Mikroporen
kann programmiert veréandert werden. Die Mikroporen
kdénnen beispielsweise eine schlitzféormige, dreieckférmi-
ge und/oder quadratische und/oder wabenférmige Mi-
kroporenstruktur aufweisen.

[0011] Es besteht auch die Méglichkeit, die Mikropo-
ren unter einem Schragwinkel zur Oberflache der Deck-
schichteinzubringen. Dies hatden Vorteil, dass die Sicht-
barkeit der Mikroporen verringert wird.

[0012] Die Mikroporen haben einen Durchmesser zwi-
schen 200 und 600 wm, wobei jeder ganzzahlige Zwi-
schenwert als offenbart gelten soll. Vorzugsweise ist ein
Durchmesser der Mikroporen von ca. 400 um vorgese-
hen. Die Porenflache der Mikroperforation soll mehr als
10 % der Deckschichtflache betragen und vorzugsweise
im Bereich zwischen 12 und 15 % liegen.

[0013] Die Anzahlder Mikroporen der Mikroperforation
betragt zwischen 500.000 und 2 Mio. Mikroporen/m2,
vorzugsweise zwischen 800.000 und 1,2 Mio. Mikropo-
ren/m2, wobei jeder ganzzahlige Zwischenwert als offen-
bart gelten soll. Insbesondere ein Wert von ca. 1 Mio.
Mikroporen/m2 hat sich bewéhrt.

[0014] Die Tragstruktur kann ein- oder beidseitig mit
einem Vliesstoff kaschiert sein, der bereits von sich aus
schon eine pordse Struktur aufweist.

[0015] Im folgenden werden unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen Ausflihrungsbeispiele der Erfindung
nahe erlautert.

Es zeigen:

[0016]

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der erfin-
dungsgemalen Bauplatte in Form eines Pa-
neels,

Fig. 2 einen Querschnitt durch ein erstes Ausfiih-
rungsbeispiel einer Wand- oder Deckenpanee-
le

Fig. 3  einen Querschnitt durch ein zweites Ausfih-
rungsbeispiel einer Wand- oder Deckenpanee-
le, und

Fig. 4  eine Mikroporenstruktur auf der Deckschicht.
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[0017] Die in Fig. 1 dargestellte akustische Bauplatte
1 dient zur Verkleidung von Innenraumflachen in Form
einer Wand- oder Deckenpaneele und weist eine Trag-
struktur 2 auf, die mit einer pordsen Deckschicht 3 ka-
schiert ist.

[0018] Hierzu wird die Deckschicht 3 mit einem Um-
mantelungskleber, z.B. einem EVA-Kleber auf die Trag-
struktur 2 kaschiert. Die Deckschicht bildet eine Dekor-
schicht aus einem bedruckbaren oder aus einem be-
druckten Dekorpapier. Beispielsweise wird ein Dekorpa-
pier mit 60 g/m2 verwendet. Das Papier kann grundsétz-
lich ein Flachengewicht zwischen 40 und 180 g/m? auf-
weisen.

[0019] Als Deckschichtkann auch ein Holzfurnier oder
eine Kunststofffolie, insbesondere eine CPL-Folie (wie
Resopal) verwendet werden.

[0020] Die Mikroperforation mit ca. 1 Mio. Mikropo-
ren/m2 erzeugt eine Oberflache, deren Porenanteil ca.
12 % betragt. Der Mikroporendurchmesser betragt dabei
vorzugsweise 400 wm. Die Mikroperforation wird mit ei-
nem oder mehreren Scankdpfen mit rotierenden Spie-
geln erzeugt, wobei das Laserlicht Uber die rotierenden
Spiegel auf die Deckschicht umgeleitet wird. Es kdnnen
mehrere Laser eingesetzt werden, um die Produktions-
geschwindigkeit zu erhéhen.

[0021] Die Tragstruktur 2 kann aus einer Weichfaser-
platte, einer Mikro-Strandboard-Platte oder einem son-
stigen ummantelungsféahigen Trager bestehen. Das
Schiittgewicht liegt vorzugsweise im Bereich von 400
kg/m3.

[0022] Dadurch, dass die Mikroperforation in der
Deckschicht 3 nach dem Kaschieren der Tragstruktur 2
erfolgt, kann das Laserlicht insbesondere Klebeschich-
ten zwischen der Deckschicht 3 und der Tragstruktur 2
durchdringen, so dass die schallschluckenden Eigen-
schaften der akustischen Bauplatte 1 verbessert werden.
[0023] Dadie Erzeugung der Mikroperforation mitdem
Kaschierprozess kombiniert werden kann, ist zudem ei-
ne kostenglnstige und zeitsparende Produktion von
Wand- und Deckenpaneelen mdglich.

[0024] Die Wand- und Deckenpaneele kdnnen an ih-
ren AuRenkanten mit formschlissigen Verbindungsele-
menten, z.B. Nut- und Federelementen und auch mit ein-
rastenden Verbindungselementen (Click-Verbindungen)
versehen sein.

[0025] Die Tragstruktur 2 kann ein- oder beidseitig mit
einer Vliesstoffschicht 5 kaschiert sein. Eine derartige
Vliesstoffschicht 5 ist beispielsweise ein Polyester-Spun-
bond mit einem Flachengewicht von 50 g/m2.

[0026] Fig. 2 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel, bei dem
die eine Dekorschicht bildende Deckschicht 3 direkt mit
Hilfe einer in der Zeichnung nicht dargestellten Klebe-
schicht auf die Tragstruktur 2 aufkaschiert ist.

[0027] Fig.3 zeigt ein Ausflhrungsbeispiel mit einer
zusatzlichen Vliesstoffschicht 5 zwischen Deckschicht 3
und Tragstruktur 2.

[0028] Fig. 4 zeigt ausschnittweise eine regelmalige
Mikroporenstruktur mit Mikroporen 4. Es versteht sich,
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dass die Computersteuerung der Laseranlage auch be-
liebige andere programmierbare Porenmuster erzeugen
kann.

[0029] Die mit Laserlicht erzeugten Mikroporen 4 er-
mdglichen es, Wand- und Deckenpaneele mit verbes-
serten akustischen Leistungen und einer verbesserten
hochwertigen Oberflache zu erzeugen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen von akustischen Bauplat-
ten (1)

- durch Herstellen einer Tragstruktur (2),

- durch Kaschieren der Tragstruktur (2) mit einer
Deckschicht (3), und

- durch Perforieren der Deckschicht (3),

dadurch gekennzeichnet,

dass die Deckschicht (3) mit Hilfe von Laserlicht
nach dem Kaschieren mit einer Mikroperforation ver-
sehen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch das Laserlicht die Deck-
schicht (3) und die Klebeschicht zwischen der Deck-
schicht (3) und der Tragstruktur (2) oder die Deck-
schicht (3) und alle zwischen Deckschicht (3) und
der Tragstruktur (2) liegende Schichten perforiert
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Perforieren mit Laserlicht
in den Kaschierprozess integriert und unmittelbar
nach dem Aufbringen der Deckschicht (3) erfolgt.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Holzfaserplatte
mit einem Schiittgewicht zwischen 300 bis 500
kg/m3 verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (2)
auf der der Deckschicht (3) abgewandten Seite mit
einem Vliesstoff (5) kaschiert wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass durch das Laserlicht
Mikroporen (4) mit einer strukturierten Lochform, wie
schlitzformige, dreieckférmige und/oder quadrati-
sche Mikroporen (4) erzeugt werden.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroperforation
mit einem regelmafigen Porenraster hergestellt
wird.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroperforation
durch Computersteuerung des Lasers mit einem un-
regelmafigen Porenraster hergestellt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Laserlicht Gber
rotierende Spiegel auf die Deckschicht (3) geleitet
wird.

Akustische Bauplatte (1) zur Verkleidung von Raum-
flachen, insbesondere Wand- oder Deckenpaneele,
mit einer Tragstruktur (2), und

mit einer pordsen Deckschicht (3) auf der Tragstruk-
tur (2),

dadurch gekennzeichnet,

dass die pordse Deckschicht (3) eine durch Laser-
licht erzeugte Mikroperforation aufweist.

Bauplatte nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Klebeschicht zwischen Deck-
schicht (3) und Tragstruktur (2) angeordnet ist.

Bauplatte nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die durch das Laserlicht er-
zeugten Mikroporen (4) der Mikroperforation einen
Durchmesser zwischen 200 und 400 p.m aufweisen.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroperforation
eine Porenflache von mehr als 10 % der Deck-
schichtflache, vorzugsweise 12 bis 15 %, aufweist.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (3)
aus einem bedruckbaren oder bedrucktem Dekor-
papier besteht.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (3)
aus einem Furnier besteht.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (3)
aus einer Kunststofffolie, insbesondere aus einer
CPL-Oberflache, (z. B. Resopal) besteht.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroperforation
zwischen 500.000 und 2.000.000, vorzugsweise
zwischen 800.000 und 1.200.000 Mikroporen/m?2
aufweist.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (2)

aus einem ummantelungsfahigen Trager besteht.

Bauplatte nach einem der Anspriiche 10 bis 18, da-
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (2)
aus einer Mikro-Strandboard-Platte besteht.

Bauplatte nach einem der Anspruche 10 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (2)
aus einer Weichfaserplatte besteht.

Bauplatte nach einem der Anspruche 10 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (2)
ein Schittgewicht zwischen 300 und 500 kg/m3 auf-
weist.

Bauplatte nach einem der Ansprtiche 10 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroporen (4)
der Mikroperforation eine vorwahlbare program-
mierte Querschnittsform aufweisen.

Bauplatte nach einem der Ansprliche 10 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroporen (4)
der Mikroperforation schrag zur Oberflache der
Deckschicht (3) verlaufen.

Bauplatte nach einem der Ansprliche 14 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (3)
aus einem Papier mit einem Flachengewicht zwi-
schen 40 und 180 g/m2, vorzugsweise zwischen 50
und 80 g/m2, besteht.

Bauplatte nach einem der Ansprtiche 10 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikroperforation
Mikroporen (4) in einem programmierbaren Raster
aufweist, das computergesteuert von einer Laser-
lichtsteuerung erzeugbar ist.

Bauplatte nach einem der Ansprtiche 10 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (2)
ein- oder beidseitig mit einer Vliesstoffschicht (5) ka-
schiert ist, auf der zumindest auf einer Seite die
Deckschicht (3) kaschiert ist.
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